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Pamie¢ DRAM Kingston LPDDR4/LPDDR4x do zastosowan wbudowanych

Autonomiczna pamiec¢ DRAM LPDDR4/LLPDDR4x Kingston, przeznaczona do zastosowan wbudowanych,
oferujg duza szybkos¢ dziatania przy niskim zuzyciu energii.

SEGMENTY RYNKU

Przemystowe zastosowania loT / Robotyka i
automatyka produkcyjna

Moduty komunikacji sieciowej/telekomunikacji 5G
(routery Wi-Fi i urzadzenia typu mesh)

Sprzet biurowy, urzadzenia medyczne, bankomaty,
automaty do sprzedazy

Technologie aplikacji mobilnych, urzadzenia
przenosne

- — .
Inteligentny dom (soundbary, termostaty, sprzet
fitness, odkurzacze, 16zka, baterie fazienkowe)

Inteligentny dom (soundbary, termostaty, sprzet
fitness, odkurzacze, tézka, baterie tazienkowe)
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NAJWAZNIEISZE CECHY

« Architektura Double Data Rate - dwa transfery danych na
cykl zegara

e Szybki transfer danych jest realizowany przez 8-bitowg
architekture potokowsg pobierania wstepnego

® Dwukierunkowy réznicowy stroboskop danych
(DQS i /DQS) jest przesytany/odbierany z danymi do
przechwytywania w odbiorniku

® DOS jest wyrownany wzgledem zbocza z danymi do
odczytu i wysrodkowany z danymi do zapisu

® Roznicowe wejscia zegara (CK_t i CK_c)
e DLL wyréwnuije przejscia DQ i DQS z przejsciami CK

® Maska danych (DM) zapisuje dane na obu krawedziach
narastajgcych i opadajgcych stroboskopu danych

® (Obstuga nadmiarowego kodu cyklu zapisu (CRC)
® (Obstuga programowalnej preambuty do odczytu i zapisu

e Programowalna dtugosc pakietu 4/8 w potbajtowym trybie
sekwencyjnym i przeplatanym

® Przetagczanie BL w locie
* Wybdr sity wysterowania przez MRS
e (Obstuga funkcji dynamicznej terminacji wewnatrz pamieci

® Dwa stany terminaciji, takie1jak RTT_PARK i RTT_NOM,
przetgczane przez styk 0D

® Obstuga asynchronicznego dziatania styku RESET

® Obstuga kalibracji ZQ

® (Obstuga poziomowania zapisu

® Produkt zgodny z dyrektywg RoHS

. \%esftBBnOéé funkcji wewnetrznego generowania poziomu

® s supported. Obstuga trybu TCAR (automatyczne
odswiezanie zalezne odtemperatury)

® Obstuga trybu LP ASR (automatyczne odswiezanie przy
niskim poborze mocy)

® Obstuga trybu parzystosci adresu polecenia (CA)
(polecenie/adres)

Adresowalnos¢ na DRAM (PDA)

Obstuga funkcji odswiezania z duzg szczegotowoscig
Obstuga trybu Geardown (wspotczynnik 1/2, 1/4)

Obstuga funkcji przerwania automatycznego odswiezania
e (Obstuga trybu maksymalnego oszczedzania energii

e Stosowane jest grupowanie bankow i dostepne sg .
opoznienia CAS/CAS (tCCD_L, tCCD_S) dla bankow w tej
samej lub w réznych grupach bankow

® Obstuga stykéw DMI na potrzeby maskowania zapisu
danych i funkcji DBIdc

® Niskie zuzycie energii

e (Odswiezanie pojedynczych bankow

® Petna zgodnosc ze specyfikacjg JEDEC Low Power Double
Data Rate 4 (LPDDR4P

e Samoczynne czesciowe odswiezanie macierzy (PASR)
0 Maskowanie bankdw
0 Maskowanie segmentow

® Automatyczne odswiezanie z kompensacjg temperatury

0 (ATCSR) z wykorzystaniem wbudowanego czujnika
tem eratur¥ . o

o Obstuga tunkcji automatycznego odswiezanie
wszystkich bankow i ukierunkowanego odswiezania
poszczegolnych bankow

» Architektura Double Data Rate - dwa transfery danych na
jeden cykl zegara

® Roznicowe wejscia zegara (CK_t i Ck_c); dwukierunkowy
roznicowy stroboskopdanych (DQS_tiDQS_c); . .
wprowadzanie polecen zafdwna na wznoszacym, jak i na
opadajacym zboczu CK_t; dane i maska danych odnoszg
sie do'obu zhoczy sygnatu DQS_t

® Obstuga stykow DMI na potrzeby maskowania zapisu
danych i funkcji DBIdc

NINIEJSZY DOKUMENT MOZE ZOSTAC ZMIENIONY BEZ POWIADOMIENIA.

NUMERY KATALOGOWE | DANE TECHNICZNE PAMIECI LPDDR4
KLASA TEMPERATUROWA DO ZASTOSOWAN KOMERCYINYCH

Konfiguracja z
Pojemnos¢ Wymiary (stowa x S\fvyll\oﬂléo/ssc \XZ?SQ Tem‘?rgrce;/tura

bity)

Numer

katalogowy

FBGA LPDDR4
D1621PM4CDGUI-U 16Gb C-Temp, 200 stykéw | 10x14,5x0,8 512Mx32 3733 Mb/s 11V -25°C ™~ +85°C
(zaokraglone)
FBGA LPDDR4
D1611PM3BDGUI-U 16Gb C-Temp, 200 stykow 10x14,5x0,8 1Gx16 3733 Mb/s 11V -25°C ~ +85°C
(zaokraglone)

FBGA LPDDR4
C3222PM4CDGUI-U 32Gb C-Temp, 200 stykow | 10x14,5x0,8 1Gx32 3733 Mb/s 11V -25°C ~ +85°C
(zaokraglone)
FBGA LPDDR4
B3221PM3BDGUI-U 32Gb C-Temp, 200 stykow 10x14,5x0,8 1Gx32 3733 Mb/s 18\% -25°C ~ +85°C
(zaokraglone)
FBGA LPDDR4
Q6422PM3BDGVK-U 64Gb C-Temp, 200 stykow | 10x14,5x1,0 2Gx32 4266 Mb/s 11V -25°C ~ +85°C
(zaokraglone)

KLASA TEMPERATUROWA DO ZASTOSOWAN PRZEMYSEOWYCH

Konfiguracja 4z
Numer , aa A Szybkos¢ Temperatura
katalogowy ReEImmEE b iany (Slboi‘:;/? X w Mb/s pracy

FBGA LPDDR4

D1621PM4CDGUIW-U 16Gb I-Temp, 200 stykow | 10x14,5x0,8 512Mx32 3733 Mb/s 1V -40°C ~ 95°C
(zaokraglone)
FBGA LPDDR4

D1611PM3BDGVIW-U 16Gb I-Temp, 200 stykéw | 10x14,5x0,8 1Gx16 4266 Mb/s 1V -40°C ~ 95°C
(zaokraglone)
FBGA LPDDR4

€3222PM4CDGUIW-U 32Gb I-Temp, 200 stykow | 10x14,5x0,8 1Gx32 3733 Mb/s 1V -40°C ~ 95°C
(zaokraglone)
FBGA LPDDR4

B3221PM3BDGVIW-U 32Gb I-Temp, 200 stykéw | 10x14,5x0,8 16Gx32 4266 Mb/s 11V -40°C ~ 95°C

(zaokraglone)

NUMERY KATALOGOWE | DANE TECHNICZNE PAMIECI LPDDR4x

KLASA TEMPERATUROWA DO ZASTOSOWAN KOMERCYINYCH

Konfiguracja &z
Numer ) 34 . Szybkos¢ Temperatura
katalogowy e b iany (SE‘{\;’? X w Mb/s pracy

FBGA LPDDR4x

D1621XM4CDGVI-U 16Gb C-Temp, 200 stykow | 10x14,5x0,8 512Mx32 4266Mbps 0,6V -25°C ~ +85°C
(zaokraglone)
FBGA LPDDR4x

B3221XM3BDGVI-U 32Gb C-Temp, 200 stykow 10x14,5x0,8 1Gx32 4266Mbps 06V -25°C ~ +85°C
(zaokraglone)
FBGA LPDDR4x

Q6422XM3BDGVK-U 64Gb C-Temp, 200 stykoéw | 10x14,5x1,0 2Gx32 4266Mbps 0,6V -25°C ~ +85°C
(zaokraglone)
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